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: Services

Entwicklung Design in E

Testkonzeption &
Durchflhrung
Reballing- & Reparaturservice
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Unternehmensprofil AWNET

Mitarbeiter:

Jahresumsatz 2006:
Standorte:

Dienstleistungen:

typ. Fertigungslose:
Stlickzahlbereich:
Bauteilespektrum:
Logistik:

Kunden:

ca. 35 (davon 3 Auszubildende als Mikrotechnologen)

3,1 Mio. EUR ~ N
Sinsheim / Waldstetten B RN
(Baden-Wirttemberg) TN e

Design, Fertigung, Test <

nnnnnn i

und Reparaturservice von

komplexen MST-Modulen ol =
und Flachbaugruppen o
10 - 500 Sttick > e

vom Prototypen bis zu mittleren Serien
THT, SMD bis 01005, BGA, CSP, Flip-Chip, COB, 3D-SiP
Bauteilebeschaffung und Bevorratung

Industrieelektronik, Mess-, Regel-, Daten- und Medizintechnik
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>Binder  Warum ein MST-/AVT-Baukasten? AWNET

.. die Miniaturisierung und Integration bei elektronischen Produkten stellt

immer hohere Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
hinsichtlich ihrer technologischen Kompetenz.

.. die hohe Komplexitat, sowie die schnelle Weiterentwicklung der Aus-

bildungsinhalte stellt hohe Anspriiche an die Ausbildungsstruktur.

.. iIndustrielle Standards und kosteneffiziente LOsungsanséatze aus der Praxis

gespiegelt an Qualitdtsnormen sollen als Ausbildungsbasis dienen.

.. die Verfuigbarkeit von Lernmodulen zur Grund- und Fachausbildung soll

verbessert, die Einarbeitungs- und Erprobungsphase verkirzt werden.

.. der geplante Baukasten stellt eine Lernplattform zur Mikrosystemtechnik dar.

AWNET-Kongres

s, 29./30.11.2007 Folie 5 11/07, RU/Ge



??% = [GeNtD
QZ;?. I'I‘EW Konzept des MST-/AVT-Baukasten AWNET —7=

ELEKTRONIK GmbH Kompetenznetze

Inhalt des MST-/AVT-Baukasten soll ein Datenlogger in Modulbauweise sein.

Der Datenlogger besteht aus einer vorgefertigten Testplattform und
verschiedenen unbestlckten MST-/AVT-Modulen, die im Rahmen der

Ausbildung aufgebaut und getestet werden.

Die Module reprasentieren typische MST-/AVT-Prozesse.

Die Module werden als Leiterplatten ausgeftihrt und kénnen Uber

entsprechende Steckplatze mit der Testplattform verbunden werden.

Die Funktion der Module wird Gber LEDs und/oder ein Anzeigedisplay
dargestellt.
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: Konzeptskizze fur den
% Binder MST-/AVT-Baukasten s
e

externes AVT-Modul

WC, CPLD oder FPGA und
(z.B.: mBGA & SMD)

Peripheriebeschaltung

SD-Steckplatze
fir AVT-Module

MST-/AVT-Testplattform
(vorgefertigt und getestet)

Power-Suph

USB-Anschluss

zur PC-Anbindung Sensor-Modul fiir z. B.:

Temp., Feuchte, Helligkeit

Bedien- und Anzeigeelemente
(Taster, LED und LCD)
Aufsteckboard fur

RF-Funktionalitét (z.B.: ZigBee) | Zusatgglgkﬂonen
z. B.: RFID-Leser

AVT-Modul
(z. B.: SMD & COB)
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S B Vielfalt der Montage- und = [GeNTD
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N ELEKTRONIK GmbH VerbmdungStEChmken (AVT) Kompetangnate

Diskret Eingebettet
Bauformen |/
Gehiust Ungehéaust
Bedraht. Formen Oberfl. Formen SMT-Kompatibel Bare Dice Embedded-
Through-Hole SMD Area Type, BGA Components
— 7 B
Steckmontage Oberfl. Montage Flip-Chip Chip&Wire TAB
THT SMT
Montagetechnik
| Y ' Y
Verbindungstech. L ) 2 5
Loten Vv v v
Kleben v v
| Bonden v v
Quelle: FhG 1ZM

AWNET-Kongress, 29./30.11.2007 Folie 8 11/07, RU/Ge



Qﬁ@ Binder Lerninhalte des MST-/AVT-Baukastens AWNET

ELEKTRONIK GmbH

- Grundlagen der Substrattechnik,
Bauelemente- und Gehausekunde

- Grundlagen des Bestiickens, Lotens, Klebens,

Bondens, Vergiel3ens und Packagings

- Programmieren von pCs & CPLDs, FPGAs

- Grundlagen der Messtechnik,
Prif- und Reparaturprozesse

- Abnahmekriterien nach IPC-A610-D
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- Grundlagen THT und SMD-Technologie

° Tepline”

_BGA,CSPund QFN [

LBGA2025T.65C-DC459D

- Flip-Chip und COB (Chip-on-Board)

- System in Packages (SiP)

- Qualitatssicherung und Zuverlassigkeit
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Mikropassive :
Embedded Actives  Flip-Chip 020|1 ur?d 01\605 Embedded Passives

4 OFN
= Chip on Board
Standard- = (COB)
SMD-Bauteile =
Pl R e T e
: System on Chip
n SMT/HYBRlD/ o[ ¢ (Stacked DICE)
PACKAGING 2007
Sensortaster WTH Multifunctional-Packaging

Demoboard designed von Binder Elektronik fir die SMT/Hybrid/Packaging 2007

1
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Die High-Tech Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist heute
Immer mehr ein Schltissel zum nachhaltigen Erfolg.

Mit dem MST-/AVT-Baukasten ist Learn-MST/AVT kosteneffizient,
hochqualitativ und an Industriestandards orientiert moglich.

Die Modularitat des MST-/AVT-Baukastens macht ihn fur zuktnftige
Technologien dynamisch erweiterbar und aufwartskompatibel.

Zur innovativen Weiterentwicklung und Ergéanzung sind Akteure
aus dem AWNET-Netzwerk und dem MST-Umfeld eingeladen.
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen ?

Hauptstr. 142 74889 Sinsheim
Telefon: 072 61 /92 89-0 Fax: 07261/9289-20
e-Mail: binder@binder-elektronik.de Internet: www.binder-elektronik.de

AWNET-Kongress, 29./30.11.2007 Folie 13 11/07, Ru/Ge



